
Anodized Aluminium Bundt Cake Pan Donut Ring Cake Baking
Bolo
Principais características de alumínio anodizado Bundt bolo panela de pan de rosca
de bolo de donut bolo de cozimento
- 1,0 Material de liga de alumínio de alta qualidade de alta qualidade, material leve, condução rápida de calor;
-alta densidade, alta resistência à temperatura, alta dureza, firmeza e sem deformação,
-O tratamento com ânodo e a superfície lisa são mais propícios para a escalada de bolo;
-O fabricante da Tsingbuy Bakeware está envolvido na indústria de Bakeware há mais de 14 anos. Estamos fornecendo
profissionalMoldes de bolo por atacadoPara clientes em todo o mundo.

Imagens do produto de alumínio anodizado Bundt Bolo Pan Tube Pan Donut Cake

https://www.chinabakeware.com/pt/products/aluminum-mini-heart-cake-pan-cake-baking-mold.html














Mais tipos de panelas de bolo de Tsingbuy
TsingbuyFabricante de moldes de bolose envolveu em bakeware de manufatura e exportação de bolos de bolo há mais
de 12 anos. Também fornecemos serviços profissionais de ODM e OEM. Bem -vindo para consulta.

https://www.chinabakeware.com/pt/products/3pcs-set-aluminum-bundt-cake-pan.html






Sobre nós
Tsingbuyfábrica de bolo de alumínio Bundt Engajou -se na indústria de Bakeware há mais de 14 anos e se tornou o
principal fabricante da China Bakeware agora. Fabricamos principalmente folhas de folha, bandejas de baguete, bandejas de
assadeira de várias moldes, panelas de pão, panelas de pão de cinta personalizadas, prateleiras de resfriamento, panelas de
bolo e carrinho de padaria.
Também somos ricos em experiência com a personalização do Bakeware e o serviço OEM & ODM, conquistando uma grande
reputação de clientes internacionais por meio de muitos casos de personalização bem -sucedidos e agradáveis.
Se você estiver no mercado de Bakeware ou Baking Bandey, chegar até nós é a melhor opção para você e você tem certeza

https://www.chinabakeware.com/pt/products/aluminum-non-stick-bundt-pan-cake-baking-mold.html


de obter uma experiência satisfeita conosco.


